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第三章 研究方法 

第一節 研究流程與分析方法 

本研究將藉由研究者在電腦產業十五年來的親身經驗及以深度訪

談的方式與主機板廠商副總級以上高階主管直接溝通（如：華碩、華

擎、精英、富士康、技嘉、微星、廣達、仁寶、…等廠商），藉由訪

談內容以瞭解市場的需求與對電腦晶片組廠商的期許，配合理論文獻

的探討與次級資料的佐證，並以一般產業分析報告的分析模式為輔助

工具，深入研討台灣電腦晶片組設計業如何因應產業環境改變的衝

擊。透過全球與台灣的產業結構及台灣廠商現有的經營能力與競爭優

勢的分析，為台灣廠商未來之經營策略提出建議。 

在文獻的探討方面，將透過一些理論根據、常用的產業分析工具、

與有關電腦產業資料的收集（諸如：研究機構的產業報告、期刊、論

文、及電子科技產業雜誌與網站資訊等），加以整理而成。 

其研究流程乃先界定研究問題與目的；進而探討電腦產業的背景

與技術發展趨勢、產業結構、及其產品市場的趨勢等產業大環境狀

態；藉由對產業大環境的了解之後，繼續探討其全球各電腦晶片組廠

商的現況與經營策略分析；然後，由分析的結果找出台灣電腦晶片組
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設計業者的經營問題與競爭優勢所在；最後，提出研究報告、結論與

建議。將其以上研究流程，以簡單易懂的圖表方式整理如下： 

 

圖 3.1-1 研究流程 
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第二節 研究範圍 

就目前台灣的發展狀況，IC 幾乎就等於是半導體的代名詞，無論

就廠商的知名度或是產值的規模，IC 元件都遙遙領先其他的光電元

件或分離式元件。IC 設計業雖然屬於半導體家族中的一員，但經過

數十餘年的努力，卻也衍生出成千成萬種不同用途的 IC 產品。其發

展至今已創下許多輝煌紀錄，其中電腦晶片組、光碟機 IC 元件、消

費性 IC 元件、網路卡 IC 元件等產品，在全球產業中均名列前矛。 

IC 設計業屬於半導體產業鏈的上游產業，係指本身無晶圓廠

（Fabless）的 IC 設計公司，專注從事 IC 相關產品的設計，並在產

品設計完成後，再交由晶圓代工、封裝以及測試業者代為製造一顆顆

完整功能的 IC 產品。就「IC 設計業」字面定義而言，指的是從事 IC

設計的公司。專業晶圓代工模式自 1980 年代興起後，Foundry 和

Fabless 互動的模式可以說相當成功，無論是半導體景氣處於高峰或

低迷之際，設計業由於毋需像晶圓廠負擔龐大的設備折舊、攤提費

用，再加上隨「創新」產品締造的高附加價值和利潤，因此在整體半

導體產業的成長率顯得相當耀眼。台灣 IC 設計產業的蓬勃發展，大

多以電腦產業為發展主軸；如電腦晶片組廠商：聯電（早期）、矽統、

威盛、揚智、華邦；I/O 設計廠商：華邦、聯陽；週邊零件廠商：創
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惟、安國、迅杰、驊迅；網路晶片廠商：瑞昱；光儲存晶片廠商：聯

發科；液晶螢幕驅動晶片廠商：聯詠。基於產值與產量規模，本研究

將只對台灣電腦零組件供應鏈中的電腦核心邏輯晶片組設計業中的

矽統科技與威盛電子兩家業者作為探討的對象，也藉此研究結果作為

日後其他 IC 設計廠商面對產業未來的發展與國際廠商的強大威脅

下，制定策略行銷決策的參考。 
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第三節 研究限制  

本研究乃針對電腦晶片組設計業做分析，但電腦晶片組設計業根

據其不同的產品線（如：桌上型、筆記本型、伺服器、工作站、工業

型電腦、與嵌入式等產品），其市場特性、競爭模式、策略選擇等亦

有所差異；此研究乃以較具規模經濟的桌上型與筆記本型電腦晶片組

的產品線來分析競爭廠商間的經營策略變化，進而分析探討台灣電腦

晶片組廠商當前所面臨的經營問題及如何加強其競爭優勢。 

但由於研究者在論文寫作時間上與資源上較顯不足，因此可能會有某

部份疏漏或較不夠嚴謹，因此其所歸類及推論上的研究則略顯主觀意

念。 


